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Beschreibung

Elektronisches Bauelement, Leiterrahmen und Verfahren zum

Herstellen eines elektronischen Bauelements

Die vorliegende Erfindung betrifft ein elektronisches Bauele-
ment gemal Patentanspruch 1, einen Leiterrahmen zur Herstel-
lung eines elektronischen Bauelements gemalB Patentanspruch 11
sowie ein Verfahren zum Herstellen eines elektronischen BRau-

elements gemal Patentanspruch 15.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung DE 10 2014 110 074.3, deren Offenbarungsge-

halt hiermit durch Rickbezug aufgenommen wird.

Elektronische Bauelemente, die ein Gehduse mit einem einge-
betteten Leiterrahmen aufweisen, sind aus dem Stand der Tech-
nik bekannt. Insbesondere sind entsprechende optoelektroni-
sche Bauelemente bekannt, beispielsweise Leuchtdioden-
Bauelemente. Der in das Gehduse eingebettete Leiterrahmen
dient bei solchen elektronischen Bauelementen einer elektri-
schen Kontaktierung eines elektronischen Halbleiterchips des
elektronischen Bauelements, sowie zur Abfuhr von im Betrieb
des elektronischen Bauelements im elektronischen Halbleiter-
chip produzierter Abwadrme. Es sind auch elektronische Bauele-
mente bekannt, die mehr als einen elektronischen Halbleiter-

chip aufweisen.

Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht darin, ein
elektronisches Rauelement bereitzustellen. Diese Aufgabe wird
durch ein elektronisches Bauelement mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 geldst. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Er-
findung besteht darin, einen Leiterrahmen zur Herstellung ei-
nes elektronischen Bauelements bereitzustellen. Diese Aufgabe
wird durch einen Leiterrahmen mit den Merkmalen des Anspruchs
11 geldst. Eine weitere Aufgabe der vorliegenden Erfindung
besteht darin, ein Verfahren zum Herstellen eines elektroni-

schen Bauelements anzugeben. Diese Aufgabe wird durch ein
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Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 15 geldst. In den
abhangigen Anspriichen sind verschiedene Weiterbildungen ange-

geben.

Ein elektronisches Bauelement umfasst ein Gehduse und einen
teilweise in das Gehduse eingebetteten Leiterrahmenabschnitt.
Der Leiterrahmenabschnitt umfasst einen ersten Quadranten,
einen zweiten Quadranten, einen dritten Quadranten und einen
vierten Quadranten. Jeder der Quadranten weist einen ersten
Leiterrahmenteil und einen zweiten Leiterrahmenteil auf. Je-
der erste Leiterrahmenteil weist eine Chiplandeflache auf.
Die Chiplandeflachen aller vier Quadranten sind an einen ge-
meinsamen Mittenbereich des Leiterrahmenabschnitts angrenzend
angeordnet. Vorteilhafterweise sind die Chiplandeflédchen der
vier Quadranten des in das Gehduse dieses elektronischen Bau-
elements eingebetteten Leiterrahmenabschnitts damit sehr nahe
beieinander angeordnet. Dies ermdglicht es, auch auf den
Chiplandefldchen des Leiterrahmenabschnitts angeordnete
elektronische Halbleiterchips des elektronischen BRauelements

sehr nahe beieinander anzuordnen.

In einer Ausfihrungsform des elektronischen Bauelements sind
die vier Quadranten zueinander symmetrisch ausgebildet. Vor-
teilhafterweise ergibt sich dadurch eine einfache und regel-
malige Geometrie des in das Gehause des elektronischen Bau-
elements eingebetteten Leiterrahmenabschnitts. Dabei weisen
die Leiterrahmenteile jedes Quadranten des Leiterrahmenab-
schnitts dieselbe GroBe auf, wodurch sich fiir auf den Chip-
landefldchen der Leiterrahmenteile der einzelnen Quadranten
angeordnete elektronische Halbleiterchips ahnliche oder iden-
tische Bedingungen ergeben. Durch die symmetrische Ausgestal-
tung der vier Quadranten des Leiterrahmenabschnitts des
elektronischen BRauelements vereinfacht sich auBerdem eine
Montage des elektronischen BRauelements. Dabei kann die zuei-
nander symmetrische Gestaltung der Quadranten des Leiterrah-
menabschnitts des elektronischen Bauelements insbesondere ei-
ne Selbstjustage des elektronischen Bauelements bei der Mon-

tage des elektronischen Bauelements ermdglichen.
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In einer Ausfihrungsform des elektronischen Bauelements sind
die vier Quadranten zueinander rotationssymmetrisch ausgebil-
det. Vorteilhafterweise wird dadurch eine einheitliche Ge-
staltung der Leiterrahmenteile aller Quadranten des Leiter-
rahmenabschnitts des elektronischen Rauelements ermdglicht,
ohne dass eine spiegelsymmetrische Ausgestaltung der Quadran-
ten des Leiterrahmenabschnitts erforderlich ist. Dadurch kon-
nen an Spiegelachsen gebildete mechanische Schwachstellen des

Leiterrahmenabschnitts vermieden werden.

In einer Ausfihrungsform des elektronischen Bauelements sind
alle Leiterrahmenteile aller vier Quadranten elektrisch von-
einander getrennt. Dies ermdglicht es, iiber die Leiterrahmen-
teile der vier Quadranten des in das Gehduse des elektroni-
schen Bauelements eingebetteten Leiterrahmenabschnitts vier
elektronische Halbleiterchips getrennt voneinander anzusteu-

ern.

In einer Ausfihrungsform des elektronischen Bauelements weist
die Chiplandefldche jedes ersten Leiterrahmenteils eine erste
AuBenkante und eine zweite AuBenkante auf. Dabei ist die ers-
te AuBlenkante des ersten Leiterrahmenteils des ersten Quad-
ranten parallel und direkt benachbart zu der zweiten Aulien-
kante des ersten Leiterrahmenteils des zweiten Quadranten an-
geordnet. Die zweite Aulenkante des ersten Leiterrahmenteils
des ersten Quadranten ist parallel und direkt benachbart zu
der ersten AuBRenkante des ersten Leiterrahmenteils des vier-
ten Quadranten angeordnet. Vorteilhafterweise ergibt sich
dadurch eine besonders kompakte und Platz sparende Anordnung
der Chiplandefldchen der ersten Leiterrahmenteile der vier
Quadranten des Leiterrahmenabschnitts des elektronischen Bau-

elements.

In einer Ausfihrungsform des elektronischen Bauelements ist
auf jeder Chiplandfldche jeweils ein elektronischer Halb-
leiterchip, insbesondere ein optoelektronischer Halbleiter-

chip, angeordnet. Dabei ist jeder elektronische Halbleiter-
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chip elektrisch leitend mit dem zweiten Leiterrahmenteil des
jeweiligen Quadranten verbunden. Bei den elektronischen Halb-
leiterchips kann es sich beispielsweise um Leuchtdiodenchips
(LED-Chips) handeln. Vorteilhafterweise sind die elektroni-
schen Halbleiterchips bei diesem elektronischen Bauelement
sehr nahe beieinander angeordnet. Falls es sich bei den
elektronischen Halbleiterchips um lichtemittierende opto-
elektronische Halbleiterchips handelt, so ergibt sich daraus
beispielsweise der Vorteil, dass von den einzelnen optoelekt-
ronischen Halbleiterchips emittiertes Licht von sehr nahe
beieinanderliegenden Ausgangspunkten abgestrahlt und dadurch
gut durchmischt wird. Die Anordnung der elektronischen Halb-
leiterchips auf den Chiplandefladchen der ersten Leiterrahmen-
teile und die elektrisch leitenden Verbindungen zwischen den
elektronischen Halbleiterchips und den zweiten Leiterrahmen-
teilen ermdglichen es, jeden elektronischen Halbleiterchip
Uber den ersten Leiterrahmenteil und den zweiten Leiterrah-
menteil des Jjeweiligen Quadranten des Leiterrahmenabschnitts

des elektronischen Bauelements elektrisch anzusteuern.

In einer Ausfihrungsform des elektronischen Bauelements sind
Chipkanten der elektronischen Halbleiterchips im Wesentlichen
parallel zu den AuBenkanten der Chiplandefladchen orientiert.
Vorteilhafterweise ergibt sich dadurch eine besonders kompak-
te und Platz sparende Anordnung der elektronischen Halb-
leiterchips, was es ermdglicht, die elektronischen Halb-
leiterchips des elektronischen Bauelements besonders nahe

beieinander anzuordnen.

In einer Ausfihrungsform des elektrischen Bauelements ist auf
einer Chiplandefldche eines Quadranten ein Schutzchip ange-
ordnet, der elektrisch leitend mit dem zweiten Leiterrahmen-
teil des Quadranten verbunden ist. Bei dem Schutzchip kann es
sich beispielsweise um einen ESD-Schutzchip zum Schutz eines
auf derselben Chiplandeflidche angeordneten elektronischen
Halbleiterchips vor einer Beschadigung durch elektrostatische
Entladungen handeln. Es ist auch moéglich, auf der Chiplande-

fldche jedes Quadranten des Leiterrahmenabschnitts des elekt-
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ronischen Bauelements jeweils einen entsprechenden Schutzchip

vorzusehen.

In einer Ausfihrungsform des elektronischen Bauelements ist
der erste Leiterrahmenteil des ersten Quadranten zwischen dem
zweliten Leiterrahmenteil des ersten Quadranten und dem zwei-
ten Leiterrahmenteil des zweiten Quadranten angeordnet. Dies
hat den Vorteil, dass die im Betrieb des elektronischen Bau-
elements auf tieferer Temperatur angeordneten zweiten Leiter-
rahmenteile des ersten Quadranten und des zweiten Quadranten
durch den im Betrieb des elektronischen Bauelements auf hohe-
rer Temperatur befindlichen ersten Leiterrahmenteil des ers-
ten Quadranten voneinander getrennt sind, wodurch sich im Be-
trieb des elektronischen Bauelements besonders groBe Tempera-
turgradienten einstellen, die eine wirkungsvolle Abfuhr von
Abwarme aus dem ersten Leiterrahmenteil des ersten Quadranten

ermdglichen.

In einer Ausfihrungsform des elektronischen Bauelements ist
der erste Leiterrahmenteil des ersten Quadranten zwischen dem
zweliten Leiterrahmenteil des ersten Quadranten und dem zwei-
ten Leiterrahmenteil des vierten Quadranten angeordnet. Dies
hat den Vorteil, dass die im Betrieb des elektronischen Bau-
elements auf tieferer Temperatur liegenden zweiten Leiterrah-
menteile des ersten Quadranten und des vierten Quadranten
durch den im Betrieb des elektronischen Bauelements auf hohe-
rer Temperatur liegenden ersten Leiterrahmenteil des ersten
Quadranten voneinander beabstandet sind, wodurch sich im Be-
trieb des elektronischen Bauelements besonders grole Tempera-
turgradienten ergeben, die eine wirkungsvolle Ableitung von
Abwarme aus dem ersten Leiterrahmenteil des ersten Quadranten

ermdglichen.

Ein Leiterrahmen zur Herstellung eines elektronischen BRauele-
ments weist einen ersten Leiterrahmenabschnitt auf, der einen
ersten Quadranten, einen zweiten Quadranten, einen dritten
Quadranten und einen vierten Quadranten umfasst. Jeder der

Quadranten weist einen ersten Leiterrahmenteil und einen



10

15

20

25

30

35

WO 2016/008893 PCT/EP2015/066081

zweliten Leiterrahmenteil auf. Jeder erste Leiterrahmenteil
weist eine Chiplandeflache zur Aufnahme eines elektronischen
Halbleiterchips auf. Die Chiplandefladchen aller vier Quadran-
ten sind an einen gemeinsamen Mittenbereich des ersten Lei-
terrahmenabschnitts angrenzend angeordnet. Vorteilhafterweise
liegen die Chiplandeflédchen der vier Quadranten des ersten
Leiterrahmenabschnitts dieses Leiterrahmens besonders nahe
beieinander, was bei einem aus dem ersten Leiterrahmen herge-
stellten elektronischen Bauelement eine besonders dichte An-
ordnung von vier elektronischen Halbleiterchips auf den vier
Chiplandefldchen der vier Quadranten des ersten Leiterrahmen-

abschnitts ermdglicht.

In einer Ausfihrungsform des Leiterrahmens weist dieser einen
zwelten Leiterrahmenabschnitt und einen dritten Leiterrahmen-
abschnitt auf, die wie der erste Leiterrahmenabschnitt ausge-
bildet sind. Vorteilhafterweise eignet sich der Leiterrahmen
dadurch zur parallelen Herstellung einer Mehrzahl elektroni-

scher Bauelemente in gemeinsamen Arbeitsgangen. Dies ermdg-

licht vorteilhafterweise eine kostengiinstige Herstellung von

elektronischen Bauelementen.

In einer Ausfiihrungsform des Leiterrahmens ist der erste Lei-
terrahmenteil des ersten Quadranten des ersten Leiterrahmen-
abschnitts einstiickig zusammenhdngend mit dem ersten Leiter-
rahmenteil des dritten Quadranten des zweiten Leiterrahmenab-
schnitts und mit dem zweiten Leiterrahmenteil des vierten
Quadranten des dritten Leiterrahmenabschnitts ausgebildet.
Vorteilhafterweise ergibt sich dadurch eine hohe mechanische
Stabilitat des Leiterrahmens, was eine Handhabung des Leiter-
rahmens wahrend der Herstellung elektronischer Bauelemente
aus dem Leiterrahmen vereinfacht. Insbesondere wird durch die
einstlickig zusammenhdngende Ausbildung der Leiterrahmenteile
der Leiterrahmenabschnitte des Leiterrahmens verhindert, dass
einzelne Teile des Leiterrahmens wahrend der Bearbeitung des

Leiterrahmens abgeknickt oder umgebogen werden.
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In einer Ausfihrungsform des Leiterrahmens ist der zweite
Leiterrahmenteil des ersten Quadranten des ersten Leiterrah-
menabschnitts einstiickig zusammenhdngend mit dem ersten Lei-
terrahmenteil des zweiten Quadranten des zweiten Leiterrah-
menabschnitts, mit dem zweiten Leiterrahmenteil des zweiten
Quadranten des zweiten Leiterrahmenabschnitts und mit dem
zweliten Leiterrahmenteil des vierten Quadranten des dritten
Leiterrahmenabschnitts ausgebildet. Vorteilhafterweise ergibt
sich dadurch eine mechanisch stabile Ausbildung des Leiter-
rahmens, wodurch eine Handhabung des Leiterrahmens wahrend
der Herstellung elektronischer Bauelemente aus dem Leiterrah-

men vereinfacht wird.

Ein Verfahren zum Herstellen eines elektronischen Bauelements
umfasst Schritte zum Bereitstellen eines Leiterrahmens der
vorgenannten Art, zum Einbetten des ersten Leiterrahmenab-
schnitts in ein Gehduse, und zum Anordnen jeweils eines
elektronischen Halbleiterchips, insbesondere eines optoelekt-
ronischen Halbleiterchips, auf der Chiplandefldche jedes ers-
ten Leiterrahmenteils des ersten Leiterrahmenabschnitts. Vor-
teilhafterweise ermdglicht dieses Verfahren eine Herstellung
eines elektronischen Bauelements mit sehr nahe beieinander
angeordneten elektronischen Halbleiterchips. Die elektroni-
schen Halbleiterchips konnen dabei beispielsweise Leuchtdio-
denchips (LED-Chips) sein. Bei einem nach diesem Verfahren
hergestellten elektronischen Bauelement liegen die Strah-
lungsemissionsflachen der Leuchtdiodenchips dann vorteilhaf-
terweise sehr nahe beieinander. Aufgrund der mechanisch ro-
busten Geometrie des bei diesem Verfahren verwendeten Leiter-
rahmens ist das Verfahren vorteilhafterweise besonders ein-
fach durchfihrbar.

Die oben beschriebenen Eigenschaften, Merkmale und Vorteile
dieser Erfindung sowie die Art und Weise, wie diese erreicht
werden, werden klarer und deutlicher verstandlich im Zusam-
menhang mit der folgenden Beschreibung der Ausfihrungsbei-

spiele, die im Zusammenhang mit den Zeichnungen naher erlau-
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tert werden. Dabei zeigen in jeweils schematisierter Darstel-

lung

Fig. 1 einen Leiterrahmen mit einer Mehrzahl von Leiterrah-

menabschnitten;

Fig. 2 eine vergroRerte Ansicht eines Leiterrahmenabschnitts

des Leiterrahmens;

Fig. 3 eine Aufsicht auf ein elektronisches Bauelement mit

dem in ein Gehduse eingebetteten Leiterrahmenabschnitt;

Fig. 4 eine riuckwartige Ansicht des elektronischen Rauele-

ments; und

Fig. 5 eine perspektivische Darstellung eines Tragers mit dem

darauf angeordneten elektronischen Rauelement.

Fig. 1 zeigt eine schematische Aufsicht auf einen Leiterrah-
men 100. Der Leiterrahmen 100 ist zur Herstellung einer Mehr-
zahl elektronischer Bauelemente vorgesehen. Aus dem Leiter-
rahmen 100 konnen beispielsweise optoelektronische Rauelemen-
te hergestellt werden, insbesondere beispielsweise Leuchtdio-
den-Bauelemente (LED-Bauelemente). Der Leiterrahmen 100 kann

auch als Leadframe bezeichnet werden.

Der Leiterrahmen 100 weist ein elektrisch leitendes Material
auf, bevorzugt ein Metall. Der Leiterrahmen 100 ist in Form
eines im Wesentlichen flachen Rlechs mit einer Oberseite 101
und einer der Oberseite 101 gegeniiberliegenden Unterseite 102
ausgebildet. Der Leiterrahmen 100 weist sich zwischen der
Oberseite 101 und der Unterseite 102 erstreckende Aussparun-
gen auf, die beispielsweise durch ein Atzverfahren, ein Pra-
geverfahren und/oder ein Stanzverfahren angelegt werden kon-

nen.

Der Leiterrahmen 100 umfasst eine Mehrzahl gleichartig ausge-

bildeter Leiterrahmenabschnitte 200. Im dargestellten Bei-



10

15

20

25

30

35

WO 2016/008893 PCT/EP2015/066081

spiel umfasst der Leiterrahmen 100 sechs Leiterrahmenab-
schnitte 200. Der Leiterrahmen 100 kann jedoch auch eine an-
dere Zahl an Leiterrahmenabschnitten 200 umfassen, insbeson-
dere eine wesentlich groRere Zahl von Leiterrahmenabschnitten
200.

Die Leiterrahmenabschnitte 200 des Leiterrahmens 100 weisen
jeweils eine im Wesentlichen rechteckige Grundform auf, be-
vorzugt insbesondere eine im Wesentlichen quadratische Grund-
form. Die Leiterrahmenabschnitte 200 des Leiterrahmens 100
sind in einer regelmalRigen Matrixanordnung angeordnet und ma-
terialeinheitlich zusammenhdngend miteinander verbunden. Ein
erster Leiterrahmenabschnitt 200, 201 des Leiterrahmens 100
ist beispielsweise an einer ersten Seitenkante mit einem
zwelten Leiterrahmenabschnitt 200, 202 des Leiterrahmens 100
und an einer zur ersten Seitenkante senkrechten zweiten Sei-
tenkante mit einem dritten Leiterrahmenabschnitt 200, 203 des

Leiterrahmens 100 verbunden.

Fig. 2 zeigt eine vergrolerte schematische Ansicht eines ein-
zelnen Leiterrahmenabschnitts 200 des Leiterrahmens 100. Der
Leiterrahmenabschnitt 200 weist einen ersten Quadranten 210,
einen zweiten Quadranten 220, einen dritten Quadranten 230
und einen vierten Quadranten 240 auf. Die Quadranten 210,
220, 230, 240 des Leiterrahmenabschnitts 200 sind um einen
Mittenbereich 250 des Leiterrahmenabschnitts 200 herum ange-

ordnet.

Die Quadranten 210, 220, 230, 240 sind symmetrisch zueinander
ausgebildet. Im dargestellten Beispiel sind die Quadranten
210, 220, 230, 240 rotationssymmetrisch beziiglich einer Dre-
hung um den Mittenbereich 250 des Leiterrahmenabschnitts 200
um einen Winkel von jeweils 90° ausgebildet. Der zweite Quad-
rant 220 wird durch eine Drehung des ersten Quadranten 210 um
90° um den Mittenbereich 250 gebildet. Der dritte Quadrant
230 wird durch eine Drehung des zweiten Quadranten 220 um 90°
um den Mittenbereich 250 gebildet. Der vierte Quadrant 240

wird durch eine Drehung des dritten Quadranten 230 um 90° um
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den Mittenbereich 250 gebildet. Der erste Quadrant 210 wird
durch eine Drehung des vierten Quadranten 240 um 90° um den
Mittenbereich 250 gebildet.

Es ist moglich, die Quadranten 210, 220, 230, 240 zusatzlich
oder alternativ spiegelsymmetrisch beziiglich einer Spiegelung
an einer sich durch den Mittenbereich 250 erstreckenden ver-
tikalen Achse und einer durch den Mittenbereich 250 verlau-

fenden horizontalen Achse auszubilden.

Jeder der Quadranten 210, 220, 230, 240 des Leiterrahmenab-
schnitts 200 umfasst jeweils einen ersten Leiterrahmenteil
300 und einen zweiten Leiterrahmenteil 400. Im Bereich des
Leiterrahmenabschnitts 200 sind weder der erste Leiterrahmen-
teil 300 und der zweite Leiterrahmenteil 400 eines Quadranten
210, 220, 230, 240, noch die Leiterrahmenteile 300, 400 der
verschiedenen Quadranten 210, 220, 230, 240 miteinander ver-
bunden. Vielmehr sind alle Leiterrahmenteile 300, 400 der
Quadranten 210, 220, 230, 240 durch im Leiterrahmen 100 vor-
gesehene Aussparungen voneinander getrennt. Allerdings sind
die Leiterrahmenteile 300, 400 der Quadranten 210, 220, 230,
240 des Leiterrahmenabschnitts 200 im Verbund des Leiterrah-
mens 100 Uber die Leiterrahmenteile 300, 400 anderer Leiter-
rahmenabschnitte 200 des Leiterrahmens 100 miteinander ver-
bunden, wodurch der Leiterrahmen 100 insgesamt zusammengehal-

ten wird. Dies ist in Fig. 1 erkennbar.

Die ersten Leiterrahmenteile 300 der Quadranten 210, 220,
230, 240 des Leiterrahmenabschnitts 200 weisen jeweils die
Grundform eines Winkels auf, der sich von zwei zueinander
senkrecht orientierten AuRenkanten des Leiterrahmenabschnitts
200 zum Mittenbereich 250 des Leiterrahmenabschnitts 200 er-
streckt. Dadurch grenzt der erste Leiterrahmenteil 300 jedes
Quadranten 210, 220, 230, 240 jeweils einen an einer Ecke des
Leiterrahmenabschnitts 200 angeordneten Eckbereich des jewei-
ligen Quadranten 210, 220, 230, 240 ab. In diesem jeweiligen
Eckbereich ist der zweite Leiterrahmenteil 400 des jeweiligen
Quadranten 210, 220, 230, 240 angeordnet.
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Dies hat zur Folge, dass zwischen zwei zweiten Leiterrahmen-
teilen 400 des Leiterrahmenabschnitts 200 jeweils Bereiche
zweler erster Leiterrahmenteile 300 des Leiterrahmenab-
schnitts 200 angeordnet sind. Zwischen dem zweiten Leiterrah-
menteil 400 des ersten Quadranten 210 und dem zweiten Leiter-
rahmenteil 400 des zweiten Quadranten 220 sind beispielsweise
Bereiche des ersten Leiterrahmenteils 300 des ersten Quadran-
ten 210 und des ersten Leiterrahmenteils 300 des zweiten
Quadranten 220 angeordnet. Zwischen dem zweiten Leiterrahmen-
teil 400 des ersten Quadranten 210 und dem zweiten Leiterrah-
menteil 400 des vierten Quadranten 240 sind Bereiche des ers-
ten Leiterrahmenteils 300 des ersten Quadranten 210 und des
ersten Leiterrahmenteils 300 des vierten Quadranten 240 ange-

ordnet.

Jeder erste Leiterrahmenteil 300 des Leiterrahmenabschnitts
200 weist eine Chiplandefldche 310 auf, die an den Mittenbe-
reich 250 des Leiterrahmenabschnitts 200 angrenzend angeord-
net ist. Die Chiplandefldchen 310 der ersten Leiterrahmentei-
le 300 des Leiterrahmenabschnitts 200 sind damit auch zuei-
nander unmittelbar benachbart und lediglich durch die zwi-
schen den einzelnen ersten Leiterrahmenteilen 300 des Leiter-
rahmenabschnitts 200 angeordneten Aussparungen voneinander
getrennt. Jede Chiplandefldche 310 weist eine erste Aulenkan-
te 311 und eine senkrecht zur ersten Aulenkante 311 orien-
tierte zweite Aulenkante 312 auf. Die erste Aulenkante 311
der Chiplandefldche 310 des ersten Leiterrahmenteils 300 des
ersten Quadranten 210 ist parallel und direkt benachbart zu
der zweiten AuBlenkante 312 der Chiplandefliache 310 des ersten
Leiterrahmenteils 300 des zweiten Quadranten 220 angeordnet.
Die zweite AuBenkante 312 der Chiplandefldche 310 des ersten
Leiterrahmenteils 300 des ersten Quadranten 210 ist parallel
und direkt benachbart zu der ersten Aullenkante 311 der Chip-
landefldche 310 des ersten Leiterrahmenteils 300 des vierten

Quadranten 240 angeordnet.
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Die Chiplandeflachen 310 der ersten Leiterrahmenteile 300 der
Quadranten 210, 220, 230, 240 des Leiterrahmenabschnitts 200
sind zur Aufnahme elektronischer Halbleiterchips vorgesehen.
Beispielsweise konnen optoelektronische Halbleiterchips auf
den Chiplandefldchen 310 der ersten Leiterrahmenteile 300 des
Leiterrahmenabschnitts 200 angeordnet werden, insbesondere

beispielsweise Leuchtdiodenchips (LED-Chips).

Die im Wesentlichen winkelfdrmigen ersten Leiterrahmenteile
300 der Quadranten 210, 220, 230, 240 des Leiterrahmenab-
schnitts 200 weisen jeweils an einem an eine erste AuBenkante
des Leiterrahmenabschnitts 200 angrenzenden Endbereich einen
ersten Verbindungsbereich 320 und an einem an eine zweite Au-
Benkante des Leiterrahmenabschnitts 200 angrenzenden Endbe-
reich einen zweiten Verbindungsbereich 330 auf. Die zweiten
Leiterrahmenteile 400 der Quadranten 210, 220, 230, 240 des
Leiterrahmenabschnitts 200 weisen jeweils an einer an die je-
weilige erste AuBRenkante des Leiterrahmenabschnitts 200 an-
grenzenden Aulenkante einen dritten Verbindungsbereich 310
und an einer an die jeweilige zweite AuBenkante des Leiter-
rahmenabschnitts 200 angrenzenden AuBenkante einen vierten
Verbindungsbereich 420 und einen finften Verbindungsbereich
430 auf.

Die Symmetrie der Quadranten 210, 220, 230, 240 des Leiter-
rahmenabschnitts 200 erstreckt sich im dargestellten Beispiel
auch auf ihre Verbindungsbereiche 320, 330, 410, 420, 430.
Dies ist jedoch nicht zwingend erforderlich. Die Symmetrie
der Quadranten 210, 220, 230, 240 des Leiterrahmenabschnitts
200 kann sich auch auf die lUbrigen Bereiche der Leiterrahmen-
teile 300, 400 der Quadranten 210, 220, 230, 240 beschranken.

Uber die Verbindungsbereiche 320, 330, 410, 420, 430 sind die
Leiterrahmenteile 300, 400 jedes Leiterrahmenabschnitts 200
des Leiterrahmens 100 mit Leiterrahmenteilen 300, 400 benach-
barter Leiterrahmenabschnitte 200 des Leiterrahmens 100 ver-
bunden, wie in Fig. 1 erkennbar ist. Der erste Leiterrahmen-

teil 300 des ersten Quadranten 210 des ersten Leiterrahmenab-
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schnitts 200, 201 des Leiterrahmens 100 ist einstiickig zusam-
menhdangend mit dem ersten Leiterrahmenteil 300 des dritten
Quadranten 230 des zweiten Leiterrahmenabschnitts 200, 202
verbunden, wobei der zweite Verbindungsbereich 330 des ersten
Leiterrahmenteils 300 des ersten Quadranten 210 des ersten
Leiterrahmenabschnitts 200, 201 mit dem zweiten Verbindungs-
bereich 330 des ersten Leiterrahmenteils 300 des dritten
Quadranten 230 des zweiten Leiterrahmenabschnitts 200, 202
verbunden ist. AuRerdem ist der erste Leiterrahmenteil 300
des ersten Quadranten 210 des ersten Leiterrahmenabschnitts
200, 201 iber seinen ersten Verbindungsbereich 320 einstiickig
zusammenhangend mit dem finften Verbindungsbereich 430 des
zweliten Leiterrahmenteils 400 des vierten Quadranten 240 des
dritten Leiterrahmenabschnitts 200, 203 des Leiterrahmens 100
verbunden. Der zweite Leiterrahmenteil 400 des ersten Quad-
ranten 210 des ersten Leiterrahmenabschnitts 200, 201 ist
iber seinen flinften Verbindungsbereich 430 einstilickig zusam-
menhdangend mit dem ersten Verbindungsbereich 320 des ersten
Leiterrahmenteils 300 des zweiten Quadranten 220 des zweiten
Leiterrahmenabschnitts 200, 202 verbunden. Aulerdem ist der
zwelite Leiterrahmenteil 400 des ersten Quadranten 210 des
ersten Leiterrahmenabschnitts 200, 201 iiber seinen vierten
Verbindungsbereich 420 einstiickig zusammenhdngend mit dem
dritten Verbindungsbereich 410 des zweiten Leiterrahmenteils
400 des zweiten Quadranten 220 des zweiten Leiterrahmenab-
schnitts 200, 202 verbunden. AuBerdem ist der zweite Leiter-
rahmenteil 400 des ersten Quadranten 210 des ersten Leiter-
rahmenabschnitts 200, 201 {ber seinen dritten Verbindungsbe-
reich 410 einstiickig zusammenhangend mit dem vierten Verbin-
dungsbereich 420 des zweiten Leiterrahmenteils 400 des vier-
ten Quadranten 240 des dritten Leiterrahmenabschnitts 200,

203 des Leiterrahmens 100 wverbunden.

Die Leiterrahmenabschnitte 200 des Leiterrahmens 100 konnen
durch Zerteilen des Leiterrahmens 100 entlang von Trennberei-
chen 110 vereinzelt werden. Die Trennbereiche 110 erstrecken

sich dabei durch die Verbindungen zwischen den Verbindungsbe-
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reichen 320, 330, 410, 420, 430 der Leiterrahmenteile 300,

400 der einzelnen Leiterrahmenabschnitte 200.

Fig. 3 zeigt eine schematische Aufsicht auf ein elektroni-
sches Bauelement 500. Fig. 4 zeigt eine schematische Ansicht
einer Unterseite des elektronischen Bauelements 500. Das
elektronische BRauelement 500 kann beispielsweise ein opto-
elektronisches Bauelement sein, insbesondere beigspielsweise

ein Leuchtdioden-Bauelement (LED-Bauelement).

Das elektronische Bauelement 500 umfasst einen der Leiterrah-
menabschnitte 200 des Leiterrahmens 100. AuBerdem umfasst das
elektronische Bauelement 500 ein Gehduse 510 mit einer Ober-
seite 511 und einer der QOberseite 511 gegeniiberliegenden Un-
terseite 512. An der Oberseite 511 des Gehduses 510 ist eine
Kavitat 520 ausgebildet. Der Leiterrahmenabschnitt 200 des
elektronischen BRauelements 500 ist in das Gehduse 510 des
elektronischen Bauelements 500 eingebettet. Dabei liegt die
Unterseite 102 des Leiterrahmenabschnitts 200 zumindest teil-
weise an der Unterseite 512 des Gehauses 510 frei. Die Ober-
seite 101 des Leiterrahmenabschnitts 200 des elektronischen
Bauelements 500 liegt im Bereich der Kavitat 520 an der Ober-
seite 511 des Gehduses 510 des elektronischen Bauelements 500

zumindest teilweilise frei.

Das Gehause 510 weist ein elektrisch isolierendes Material
auf, beispielsweise ein Kunststoffmaterial. Das Gehduse 510
kann durch ein Formverfahren (Moldverfahren) hergestellt wer-
den, insbesondere beispielsweise durch Spritzpressen (Trans-
fer Molding), SpritzgieBen (Injection Molding) oder Formpres-
sen (Compression Molding). Dabei wird der Leiterrahmenab-
schnitt 200 des elektronischen Bauelements 500 bevorzugt be-
reits wahrend der Ausbildung des Gehauses 510 des elektroni-

schen Bauelements 500 in das Gehause 510 eingebettet.

Besonders bevorzugt kann eine parallele Herstellung einer
Mehrzahl elektronischer Rauelemente 500 gleichzeitig erfol-

gen. Dabei wird jeder Leiterrahmenabschnitt 200 des Leiter-
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rahmens 100 jeweils in ein Gehduse 510 eingebettet, wahrend
die Leiterrahmenabschnitte 200 des Leiterrahmens 100 noch
miteinander verbunden sind. Anschlielend werden die Gehause
510 und Leiterrahmenabschnitte 200 der einzelnen elektroni-
schen Bauelemente 500 gemeinsam entlang der Trennbereiche 110
zerteilt, um die so gebildeten elektronischen Bauelemente 500

zu verelinzeln.

Die nicht mehr miteinander verbundenen und elektrisch gegen-
einander isolierten einzelnen Leiterrahmenteile 300, 400 der
Quadranten 210, 220, 230, 240 des Leiterrahmenabschnitts 200
des elektronischen Bauelements 500 werden durch das Gehéduse
510 des elektronischen Bauelements 500 relativ zueinander fi-

xiert und zusammengehalten.

Im Bereich der Kavitat 520 an der Oberseite 511 des Gehauses
510 des elektronischen Bauelements 500 sind zumindest Berei-
che aller Leiterrahmenteile 300, 400 aller Quadranten 210,
220, 230, 240 des Leiterrahmenabschnitts 200 nicht durch das
Material des Gehauses 510 bedeckt. Insbesondere sind auch die
Chiplandeflachen 310 der ersten Leiterrahmenteile 300 des
Leiterrahmenabschnitts 200 nicht durch das Material des Ge-
hauses 510 bedeckt.

Auf jeder Chiplandeflache 310 des Leiterrahmenabschnitts 200
ist jeweils ein elektronischer Halbleiterchip 530 angeordnet.
Die elektronischen Halbleiterchips 530 weisen Jjeweils eine
Oberseite 531 und eine der Oberseite 531 gegenilberliegende
Unterseite 532 auf. Die elektronischen Halbleiterchips 530
sind derart an den Chiplandefldchen 310 angeordnet, dass die
Unterseite 532 des elektronischen Halbleiterchips 530 jeweils
der Oberseite 101 der Chiplandeflache 310 des ersten Leiter-
rahmenteils 300 des jeweiligen Quadranten 210, 220, 230, 240
des Leiterrahmenabschnitts 200 zugewandt ist. Dabei kann die
Unterseite 532 des elektronischen Halbleiterchips 530 bei-
spielsweise lber eine Lotverbindung oder eine andere Chip-
bondverbindung mit der jeweiligen Chiplandeflache 310 verbun-

den sein.
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Bei den elektronischen Halbleiterchips 530 kann es sich bei-
spielsweise um optoelektronische Halbleiterchips handeln, die
zur Emission oder zur Absorption elektromagnetischer Strah-
lung ausgebildet sind. In diesem Fall kann es sich bei den
Oberseiten 531 der elektronischen Halbleiterchips 530 um
Strahlungsdurchtrittsflachen handeln, beigspielsweise um
Strahlungsemissionsfldchen. Die elektronischen Halbleiter-
chips 530 kénnen beispielsweise Leuchtdiodenchips (LED-Chips)
sein. In diesem Fall kénnen an den Oberseiten 531 der elekt-
ronischen Halbleiterchips 530 wahlweise wellenlangenkonver-

tierende Elemente angeordnet sein.

Die elektronischen Halbleiterchips 530 weisen Jjeweils eine im
Wesentlichen rechteckige Grundform auf, beispielsweise eine
im Wesentlichen quadratische Form. Dabei sind Chipkanten 533
der elektronischen Halbleiterchips 530 jeweils bevorzugt im
Wesentlichen parallel zu den AuBRenkanten 311, 312 der Chip-
landefldchen 310 der ersten Leiterrahmenteile 300 des Leiter-
rahmenabschnitts 200 orientiert. Dadurch sind die einzelnen
elektronischen Halbleiterchips 530 des elektronischen Bauele-

ments 500 sehr nahe beieinander angeordnet.

Der elektronische Halbleiterchip 530 jedes Quadranten 210,
220, 230, 240 des elektronischen Bauelements 500 ist
elektrisch leitend mit dem jeweiligen ersten Leiterrahmenteil
300 und mit dem jeweiligen zweiten Leiterrahmenteil 400 ver-
bunden. Im dargestellten Beispiel wird die elektrisch leiten-
de Verbindung zwischen dem elektronischen Halbleiterchip 530
und dem ersten Leiterrahmenteil 300 jeweils Uber die Chip-
bondverbindung zwischen der Unterseite 532 des jeweiligen
elektronischen Halbleiterchips 530 und der Oberseite 101 der
Chiplandefldche 310 des jeweiligen ersten Leiterrahmenteils
300 hergestellt. Die elektrisch leitende Verbindung zum Jje-
weiligen zweiten Leiterrahmenteil 400 wird jeweils durch ei-
nen von der QOberseite 531 des jeweiligen optoelektronischen
Halbleiterchips 530 zum jeweiligen zweiten Leiterrahmenteil

400 verlaufenden Bonddraht 550 hergestellt. Es ware aber bei-
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spielsweise auch mdéglich, auch die elektrisch leitende Ver-
bindung zwischen dem elektronischen Halbleiterchip 530 und
dem ersten Leiterrahmenteil 300 jeweils liber einen Bonddraht

herzustellen.

Die an der Unterseite des elektronischen Rauelements 500
freiliegenden Unterseiten 102 der Leiterrahmenteile 300, 400
des Leiterrahmenabschnitts 200 des elektronischen Bauelements
500 konnen zur elektrischen Kontaktierung des elektronischen
Bauelements 500 dienen. Jeder erste Leiterrahmenteil 300 des
Leiterrahmenabschnitts 200 des elektronischen Bauelements 500
weist an der Unterseite 102 eine erste Lotkontaktflache 340
und eine dritte Lotkontaktfldche 350 auf. Im dargestellten
Beispiel sind die erste Lotkontaktflache 340 und die dritte
Lotkontaktfldche 350 als voneinander raumlich getrennte LOt-
bereiche ausgebildet, was jedoch nicht zwingend erforderlich
ist. Es ist stattdessen auch méglich, an den Unterseiten 102
der ersten Leiterrahmenteile 300 der Quadranten 210, 220,
230, 240 des Leiterrahmenabschnitts 200 des elektronischen
Bauelements 500 jeweils nur eine zusammenhdngende Lotkontakt-
fldche vorzusehen. Die Unterseiten 102 der zweiten Leiterrah-
menteile 400 der Quadranten 210, 220, 230, 240 des Leiterrah-
menabschnitts 200 des elektronischen Bauelements 500 weisen
Jjeweils eine zweite Lotkontaktflache 440 auf. Die Lotkontakt-
fldchen 340, 350, 440 des elektronischen Bauelements 500 kon-
nen zur elektrischen Kontaktierung des elektronischen Bauele-
ments 500 und seiner elektronischen Halbleiterchips 530 die-
nen. Das elektronische Bauelement 500 kann beispielsweise als
SMD-Bauelement ausgebildet und flir eine Oberflachenmontage
vorgesehen sein, beispielsweise flir eine Oberflachenmontage

durch Wiederaufschmelzldten (Reflow-Loten).

Das elektronische Bauelement 500 kann zusadtzlich zu den
elektronischen Halbleiterchips 530 weitere Chips aufweisen.
Im dargestellten Beispiel weist das elektronische Bauelement
500 drei Schutzchips 540 auf, die den elektronischen Halb-
leiterchips 530 auf dem ersten Quadranten 210, dem dritten

Quadranten 230 und dem vierten Quadranten 240 des Leiterrah-
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menabschnitts 200 des elektronischen Bauelements 500 paral-
lelgeschaltet sind. Der im zweiten Quadranten 220 des Leiter-
rahmenabschnitts 200 des elektronischen Bauelements 500 ange-
ordnete elektronische Halbleiterchip 530 weist keinen paral-
lelgeschalteten Schutzchip 540 auf. Selbstverstandlich kann
aber auch auf dem zweiten Quadranten 220 des Leiterrahmenab-
schnitts 200 des elektronischen Rauelements 500 ein Schutz-

chip 540 vorgesehen werden.

Die Schutzchips 540 konnen beispielsweise als ESD-Schutzchips
(Electrostatic Discharge) zum Schutz der elektronischen Halb-
leiterchips 530 vor einer Beschadigung durch elektrostatische

Entladungen ausgebildet sein.

Jeder Schutzchip 540 weist eine Oberseite 541 und eine der
Oberseite 541 gegeniiberliegende Unterseite 542 auf. Die
Schutzchips 540 sind auf den ersten Leiterrahmenteilen 300
der jeweiligen Quadranten 210, 230, 240 des Leiterrahmenab-
schnitts 200 des elektronischen Bauelements 500 derart ange-
ordnet, dass die Unterseiten 542 der Schutzchips 540 den
Oberseiten 101 der ersten Leiterrahmenteile 300 zugewandt und
mittels einer Chipbondverbindung mit diesen verbunden sind,
wodurch auch eine elektrisch leitende Verbindung zwischen dem
jeweiligen Schutzchip 540 und dem Jjeweiligen ersten Leiter-
rahmenteil 300 gebildet wird. Eine weitere elektrisch leiten-
de Verbindung wird mittels eines Bonddrahts 550 zwischen ei-
nem an der QOberseite 541 des jeweiligen Schutzchips 540 ange-
ordneten elektrischen Kontakt des Schutzchips 540 und dem je-
weiligen zweiten Leiterrahmenteil 400 des jeweiligen Quadran-
ten 210, 230, 240 des Leiterrahmenabschnitts 200 des elektro-

nischen Bauelements 500 hergestellt.

In der Kavitat 520 an der Oberseite 511 des Gehauses 510 des
elektronischen Bauelements 500 kann ein Vergussmaterial ange-
ordnet sein, das die elektronischen Halbleiterchips 530 ab-
deckt. Hierdurch werden die elektronischen Halbleiterchips
530 vor einer Beschadigung durch aduBere Einwirkungen ge-

schiitzt. Falls es sich bei den elektronischen Halbleiterchips
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530 um lichtemittierende optoelektronische Halbleiterchips
handelt, so kann das in der Kavitat 520 angeordnete Verguss-
material auch eingebettete wellenlangenkonvertierende Parti-
kel aufweisen, die dazu vorgesehen sind, eine Wellenldnge ei-
ner durch die elektronischen Halbleiterchips 530 emittierten

elektromagnetischen Strahlung zu konvertieren.

Fig. 5 zeigt eine schematische perspektivische Darstellung
eines Tragers 600 mit einer Oberseite 601. Der Trager 600
kann beispielsweise als bedruckte Leiterplatte oder als eine

andere Art eines Schaltungstrdgers ausgebildet sein.

Das elektronische Bauelement 500 ist an der Oberseite 601 des
Tragers 600 angeordnet und elektrisch kontaktiert. Zur
elektrischen Kontaktierung des elektronischen Bauelements 500
sind elektrische Kontaktflachen an der Oberseite 601 des Tra-
gers 600 ausgebildet, die in einen ersten Quadranten 610, ei-
nen zweiten Quadranten 620, einen dritten Quadranten 630 und
einen vierten Quadranten 640 unterteilt sind. Jeder Quadrant
610, 620, ©30, 640 umfasst eine erste Leiterbahnfldche 650
und eine zweite Leiterbahnfldche 660. Die Leiterbahnfldchen
650, 660 aller Quadranten 610, 620, 630, 640 sind elektrisch

gegeneinander isoliert.

Das elektronische Bauelement 500 ist derart an der Oberseite
601 des Tragers 600 angeordnet, dass die Unterseite 512 des
Gehduses 510 des elektronischen Bauelements 500 der Oberseite
601 des Tragers 600 zugewandt ist. Die an der Unterseite des
elektronischen Bauelements 500 angeordneten Létkontaktflachen
340, 350, 440 des elektronischen Bauelements 500 sind
elektrisch leitend mit den Leiterbahnfldchen 650, 660 an der
Oberseite 601 des Trédgers 600 verbunden. Die Lotkontaktfla-
chen 340, 350, 440 des ersten Quadranten 210 des Leiterrah-
menabschnitts 200 des elektronischen Rauelements 500 sind mit
den Leiterbahnflachen 650, 660 des ersten Quadranten 610 des
Tragers 600 verbunden. Die Lotkontaktflachen 340, 350, 440
des zweiten Quadranten 220 des Leiterrahmenabschnitts 200 des

elektronischen Bauelements 500 sind elektrisch leitend mit
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den Leiterbahnfldchen 650, 660 des zweiten Quadranten 620
verbunden. Die Lotkontaktflachen 340, 350, 440 des dritten
Quadranten 230 des Leiterrahmenabschnitts 200 des elektroni-
schen Bauelements 500 sind elektrisch leitend mit den Leiter-
bahnflachen 650, 660 des dritten Quadranten 630 des Tragers
600 verbunden. Die Lotkontaktflache 340, 350, 440 des vierten
Quadranten 240 des Leiterrahmenabschnitts 200 des elektroni-
schen Bauelements 500 sind elektrisch leitend mit den Leiter-
bahnflachen 650, 660 des vierten Quadranten 650 des Tragers
600 verbunden. Dabei sind jeweils die erste Lotkontaktflache
340 und die dritte Lotkontaktflache 350 des ersten Leiterrah-
menteils 300 mit der ersten Leiterbahnfliache 650 und die
zweite Lotkontaktflache 440 des zweiten Leiterrahmenteils 400

mit der zweilten Leiterbahnflache 660 verbunden.

Im Betrieb des elektronischen Bauelements 500 in den elektro-
nischen Halbleiterchips 530 entstehende Abwarme kann iber die
ersten Leiterrahmenteile 300 des Leiterrahmenabschnitts 200

des elektronischen Bauelements 500 und die ersten Leiterbahn-

flédchen 650 des Tragers 600 in den Trager 600 abflielen.

Durch die Unterteilung des Leiterrahmenabschnitts 200 des
elektronischen Bauelements 500 in die Quadranten 210, 220,
230, 240 und die Unterteilung der Oberseite 601 des Tragers
600 in die Quadranten 610, 620, 630, 640 steht zum Abfluss
der Abwarme jedes elektronischen Halbleiterchips 530 des
elektronischen Rauelements 500 vorteilhafterweise ein eigener
vollstandiger Quadrant zur Verfigung, was einen wirkungsvol-
len Abtransport der Abwarme von den elektronischen Halb-
leiterchips 530 ermdglicht. Vorteilhafterweise erfolgt dabei
eine Trennung der thermischen Pfade zur Ableitung der Abwarme
der einzelnen elektronischen Halbleiterchips 530 bereits in

dem elektronischen Bauelements 500.

Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass sich an der Obersei-
te 601 des Tragers 600 erste Leiterbahnfldchen 650 und zweite
Leiterbahnfldchen 660, die sich im Betrieb des elektronischen

Bauelements 500 jeweils auf unterschiedlichen Temperaturni-
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veaus befinden werden, jeweils abwechseln, wodurch sich maxi-
male Temperaturgradienten einstellen, was eine besonders
wirksame Abfuhr der Abwadrme von dem elektronischen Bauelement

500 ermdglicht.

Die Erfindung wurde anhand der bevorzugten Ausfiihrungsbei-
spiele naher illustriert und beschrieben. Dennoch ist die Er-
findung nicht auf die offenbarten Beispiele eingeschrankt.
Vielmehr kénnen hieraus andere Variationen vom Fachmann abge-
leitet werden, ohne den Schutzumfang der Erfindung zu verlas-

sen.
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Bezugszeichenliste

100
101
102
110

200
201
202
203

210
220
230
240

250

300
310
311
312
320
330
340
350

400
410
420
430
440

500
510

Leiterrahmen
Oberseite
Unterseite

Trennbereich

Leiterrahmenabschnitt
erster Leiterrahmenabschnitt
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Patentanspriiche

Elektronisches Bauelement (500)

mit einem Gehause (510) und einem teilweise in das Gehau-
se (510) eingebetteten Leiterrahmenabschnitt (200),

wobei der Leiterrahmenabschnitt (200) einen ersten Quad-
ranten (210), einen zweiten Quadranten (220), einen drit-
ten Quadranten (230) und einen vierten Quadranten (240)
umfasst,

wobei jeder der Quadranten (210, 220, 230, 240) einen
ersten Leiterrahmenteil (300) und einen zweiten Leiter-
rahmenteil (400) aufweist,

wobei jeder erste Leiterrahmenteil (300) eine Chiplande-
flache (310) aufweist,

wobei die Chiplandeflachen (310) aller vier Quadranten
(210, 220, 230, 240) an einen gemeinsamen Mittenbereich
(250) des Leiterrahmenabschnitts (200) angrenzend ange-

ordnet sind.

Elektronisches Bauelement (500) gemal Anspruch 1,
wobeili die wvier Quadranten (210, 220, 230, 240) =zueinander

symmetrisch ausgebildet sind.

Elektronisches Bauelement (500) gemal Anspruch 2,
wobeili die wvier Quadranten (210, 220, 230, 240) =zueinander

rotationssymmetrisch ausgebildet sind.

Elektronisches Bauelement (500) gemal einem der vorherge-
henden Anspriche,

wobei alle Leiterrahmenteile (300, 400) aller vier Quad-
ranten (210, 220, 230, 240) elektrisch voneinander ge-

trennt sind.

Elektronisches Bauelement (500) gemal einem der vorherge-
henden Anspriche,

wobei die Chiplandefliache (310) jedes ersten Leiterrah-
menteils (300) eine erste AuBenkante (311) und eine zwei-
te AuBenkante (312) aufweist,
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wobei die erste Aulenkante (311) des ersten Leiterrah-
menteils (300) des ersten Quadranten (210) parallel und
direkt benachbart zu der zweiten AuBenkante (312) des
ersten Leiterrahmenteils (300) des zweiten Quadranten
(220) angeordnet ist,

wobei die zweite AuBenkante (312) des ersten Leiterrah-
menteils (300) des ersten Quadranten (210) parallel und
direkt benachbart zu der ersten Aulenkante (311) des ers-
ten Leiterrahmenteils (300) des vierten Quadranten (240)

angeordnet ist.

Elektronisches Bauelement (500) gemal einem der vorherge-
henden Anspriiche,

wobei auf jeder Chiplandflache (310) jeweils ein elektro-
nischer Halbleiterchip (530), insbesondere ein optoelekt-
ronischer Halbleiterchip, angeordnet ist,

wobei jeder elektronische Halbleiterchip (530) elektrisch
leitend mit dem zweiten Leiterrahmenteil (400) des jewei-
ligen Quadranten (210, 220, 230, 240) verbunden ist.

Elektronisches Bauelement (500) gemal Anspriichen 5 und 6,
wobei Chipkanten (533) der elektronischen Halbleiterchips
(530) im Wesentlichen parallel zu den AuBenkanten (311,
312) der Chiplandeflachen (310) orientiert sind.

Elektronisches Bauelement (500) gemdl einem der Anspriiche
6 und 7,

wobei auf einer Chiplandefliache (310) eines Quadranten
(210, 220, 230, 240) ein Schutzchip (540) angeordnet ist,
der elektrisch leitend mit dem zweiten Leiterrahmenteil
(400) des Quadranten (210, 220, 230, 240) verbunden ist.

Elektronisches Bauelement (500) gemal einem der vorherge-
henden Anspriche,

wobel der erste Leiterrahmenteil (300) des ersten Quad-
ranten (210) zwischen dem zweiten Leiterrahmenteil (400)
des ersten Quadranten (210) und dem zweiten Leiterrahmen-

teil (400) des zweiten Quadranten (220) angeordnet ist.
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.Elektronisches Rauelement (500) gemaB einem der vorherge-
henden Anspriche,

wobel der erste Leiterrahmenteil (300) des ersten Quad-
ranten (210) zwischen dem zweiten Leiterrahmenteil (400)
des ersten Quadranten (210) und dem zweiten Leiterrahmen-

teil (400) des vierten Quadranten (240) angeordnet ist.

.Leiterrahmen (100)
zur Herstellung eines elektronischen Bauelements (500),
mit einem ersten Leiterrahmenabschnitt (200, 201), der
einen ersten Quadranten (210), einen zweiten Quadranten
(220), einen dritten Quadranten (230) und einen vierten
Quadranten (240) umfasst,
wobei jeder der Quadranten (210, 220, 230, 240) einen
ersten Leiterrahmenteil (300) und einen zweiten Leiter-
rahmenteil (400) aufweist,
wobei jeder erste Leiterrahmenteil (300) eine Chiplande-
fldche (310) zur Aufnahme eines elektronischen Halb-
leiterchips (530) aufweist,
wobei die Chiplandeflachen (310) aller vier Quadranten
(210, 220, 230, 240) an einen gemeinsamen Mittenbereich
(250) des ersten Leiterrahmenabschnitts (200, 201) an-

grenzend angeordnet sind.

.Leiterrahmen (100) gemd&B Anspruch 11,

wobei der Leiterrahmen (100) einen zweiten Leiterrahmen-
abschnitt (200, 202) und einen dritten Leiterrahmenab-
schnitt (200, 203) aufweist, die wie der erste Leiterrah-
menabschnitt (200, 201) ausgebildet sind.

.Leiterrahmen (100) gemd@B Anspruch 12,

wobei der erste Leiterrahmenteil (300) des ersten Quad-
ranten (210) des ersten Leiterrahmenabschnitts (200, 201)
einstiickig zusammenhdngend

mit dem ersten Leiterrahmenteil (300) des dritten Quad-
ranten (230) des zweiten Leiterrahmenabschnitts (200,
202)
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und mit dem zweiten Leiterrahmenteil (400) des vierten
Quadranten (240) des dritten Leiterrahmenabschnitts (200,
203) ausgebildet ist.

.Leiterrahmen (100) gemdB einem der Anspriiche 12 und 13,

wobei der zweite Leiterrahmenteil (400) des ersten Quad-
ranten (210) des ersten Leiterrahmenabschnitts (200, 201)
einstiickig zusammenhdngend

mit dem ersten Leiterrahmenteil (300) des zweiten Quad-
ranten (220) des zweiten Leiterrahmenabschnitts (200,
202),

mit dem zweiten Leiterrahmenteil (400) des zweiten Quad-
ranten (220) des zweiten Leiterrahmenabschnitts (200,
202)

und mit dem zweiten Leiterrahmenteil (400) des vierten
Quadranten (240) des dritten Leiterrahmenabschnitts (200,
203) ausgebildet ist.

.Verfahren zum Herstellen eines elektronischen Bauelements

(500)

mit den folgenden Schritten:

- Bereitstellen eines Leiterrahmens (100) gemdl einem der
Anspriche 11 bis 14;

- Einbetten des ersten Leiterrahmenabschnitts (200) in
ein Gehause (510);

- Anordnen Jjeweils eines elektronischen Halbleiterchips
(530), insbesondere eines optoelektronischen Halbleiter-
chips, auf der Chiplandefldche (310) jedes ersten Leiter-
rahmenteils (300) des ersten Leiterrahmenabschnitts
(200) .
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